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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines Verbindungs-Bereichs, insbesondere
eines elektrisch und/oder Wärme-leitenden Bereichs auf ei-
nem Substrat der als Untergrund für ein elektrisches Bauele-
ment, insbesondere auch eine leistungselektronische Bau-
gruppe, dient. Außerdem betrifft die Erfindung ein Substrat
für eine elektrische Baugruppe. Durch die Erfindung wird
erstmals eine Lösung angegeben, wie ein Verlaufen und/
oder Unebenheiten bei der Bildung von Verbindungs-Berei-
chen auf Substraten wie Schaltungsträgern durch einfache
mechanische Maßnahmen, wie die Bildung einer Form und
die Verflüssigung der Sinterpaste, vermieden werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines Verbindungs-Bereichs, insbesondere
eines elektrisch und/oder Wärme-leitenden Bereichs
auf einem Substrat der als Untergrund für ein elek-
trisches Bauelement, insbesondere auch eine leis-
tungselektronische Baugruppe, dient. Außerdem be-
trifft die Erfindung ein Substrat für eine elektrische
Baugruppe.

[0002] Entsprechende elektrische Baugruppen wer-
den beispielsweise in der Leistungselektronik einge-
setzt. So ist aus der DE 100 62 108 A1 bekannt,
dass ein Leistungsmodul ausgebildet werden kann,
bei dem elektronische Leistungsbauelemente über
eine Sinterschicht als Verbindungs-Bereich mit dem
Substrat verbunden werden können. Bei dem Sub-
strat kann es sich um in der Leistungselektronik üb-
licherweise verwendete DCB-Keramiksubstrate han-
deln (DCB steht für Direct Copper Bond). Die Ober-
seiten der Leistungsbauelemente können mit einer
weiteren Sinterschicht als Verbindungs-Bereich bei-
spielsweise an eine zusätzliche Wärmekapazität an-
geschlossen werden, die einen Kühlkörper zur Ver-
fügung stellt. Genauso kann das Substrat mit seiner
Unterseite über eine Sinterschicht und/oder ein Lot
mit einem weiteren Kühlkörper und/oder mit weiteren
Baugruppen verbunden werden.

[0003] Gemäß der DE 10 2007 047 698 A1 ist be-
kannt, dass Sinterverbindungen elektronischer Bau-
gruppen mit Hilfe spezieller Werkzeuge gefertigt wer-
den können. Diese Werkzeuge weisen Druckflächen
auf, die die zu sinternden Bauteile berühren, so dass
während der Sinterbehandlung ein Druck auf diese
ausgeübt werden kann.

[0004] Vor der Sinterbehandlung werden die ent-
sprechenden SinterHilfsstoffe wie beispielsweise Lot-
paste, Sinterpaste und/oder andere insbesondere
Wärme- und/oder elektrisch leitfähige Hilfsstoffe auf
das Substrat aufgebracht. Die Aufbringung erfolgt
in der Regel über Rakeln, Bedrucken, Beschichten,
Spray Coating, Spin Coating oder sonstige Aufbrin-
gung der Hilfsstoffe. Dabei ist es insbesondere nach-
teilig, dass sich die Oberfläche dieser Hilfsstoffe nach
dem Aufbringen nicht eben und/oder plan, insbeson-
dere nicht parallel, zur Oberfläche des Substrats aus-
bildet, sondern es ergeben sich in der Regel tole-
ranzbedingte Fertigungsungenauigkeiten, da inner-
halb der Applikation der Hilfsstoffe - z.B. mittels Me-
tallschablone - verschiedene Ausprägungen durch
physikalische Eigenheiten entstehen, gedruckte De-
pots, die in Rakelrichtung mehr oder weniger anstei-
gende Flanken aufweisen. Ebenso tritt am gedruck-
ten Depot möglicherweise am Ende eine Erhöhung
an Material auf. Andererseits zieht es durch auf- oder
ein-rakeln bei dünnen Rakeln beispielsweise mittig
den Hilfsstoff weg, auch als „Auslöffeln“ bezeichnet,

so dass mittig Mulden entstehen und/oder am Rand
Überstände.

[0005] Die Fertigungsungenauigkeiten liegen dem-
nach in Form von Rakelflanken, Unebenheiten an
den Rändern, mittige Mulden etc. auf der Oberfläche
des Hilfsstoffs, in der Regel eines elektrisch und/oder
Wärme-leitfähigen Hilfsstoffes, vor und werden durch
das Sintern eventuell gar nicht oder nicht vollständig
ausgeglichen. Das ist insbesondere bei der Herstel-
lung von Sinterverbindungen und/oder Lotverbindun-
gen auf denen elektrische Bauelemente zu montie-
ren sind, nachteilig, weil elektrische Bauelemente in
der Regel plane Unterlagen brauchen, um nicht bei-
spielsweise schräg montiert zu werden. Außerdem
erfordert eine leitende Verbindung plane Oberflächen
der Sinterverbindungen und/oder Lotverbindungen,
auf denen die elektrischen Bauelemente aufgesetzt
werden. Leider führen die nicht ganz planen Ober-
flächen der bekannten Hilfsstoffe zu nicht ganz form-
schlüssigen Verbindungen mit den auf dem Substrat
montierten elektrischen Bauelementen. Das führt un-
ter anderem auch zu einer Instabilität des gesamten
Leistungsmoduls, in jedem Fall ist das aber nachtei-
lig.

[0006] Hinzu kommt, dass sich bei der Montage
der elektrischen Bauelemente auch die Gefahr eines
Bruchs des Bauelements an den Stellen, an denen
die durch den Hilfsstoff gebildete Unterlage Mulden
hat oder die elektrischen Bauelemente schräg aufsit-
zen, ergibt.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein Verfahren zu schaffen, durch das ein Auf-
bringen eines elektrisch und/oder Wärme-leitfähigen
Hilfsstoffes, beispielsweise einer Sinterpaste, auf ein
Substrat, in einer Weise ermöglicht wird, die eine
möglichst plane und/oder parallele Oberfläche zur
Substratoberfläche gewährleistet. Außerdem ist Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung die Schaffung ei-
nes Substrats für eine elektrische Baugruppe, auf das
ein leitfähiger Hilfsstoff so aufgebracht werden kann,
dass er eine möglichst homogene Verteilung und pla-
ne Oberfläche aufweist.

[0008] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand
der vorliegenden Erfindung, wie er in der Beschrei-
bung, den Figuren und den Ansprüchen offenbart ist,
gelöst.

[0009] Dementsprechend ist Gegenstand der vorlie-
genden Erfindung ein Verfahren zur Herstellung ei-
nes elektrisch und/oder Wärme-leitenden Bereichs
auf einem Substrat für eine elektrische Baugruppe,
wobei
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• eine Form auf dem Substrat erzeugt wird, die
nach oben hin offen ist und zur Aufnahme einer
Flüssigkeit geeignet ist, und dann

• ein elektrisch und/oder Wärme-leitfähiger Hilfs-
stoff in die Form in niedrig viskosem Zustand ein-
gebracht wird. Außerdem ist Gegenstand der Er-
findung ein Substrat als Träger für eine elektri-
sche Baugruppe und/oder eine Wärmekapazität,
welches eine Form zur Aufnahme einer Flüssig-
keit aufweist.

[0010] Als Substrat wird vorliegend ein Schaltungs-
träger, eine Oberseite eines Leistungsmoduls und/
oder eine Leiterplatte bezeichnet.

[0011] Allgemeine Erkenntnis der Erfindung ist ers-
tens, dass durch geeignete Lösungsmittelzugabe die
gebräuchlichen elektrisch und/oder Wärme-leitenden
Hilfsstoffe, wie z.B. Lotpaste oder Sinterpaste, re-
versibel in einen niedrig viskosen Zustand überführ-
bar sind und zweitens, dass durch dessen Appli-
kation in eine begrenzte Form, wie einen auf dem
Substrat aufsitzenden Rahmen und/oder eine in der
Substratoberfläche gebildete Kavität, die Oberfläche
aufgrund der niedrigen Viskosität bei waagrechter
Handhabung automatisch eine ebene und gleichmä-
ßige Oberfläche ausbildet. Durch Trocknung kann
diese - vergleichsweise plane - Oberfläche dann fi-
xiert werden, so dass nach dem Sintern ein Verbin-
dungs-Bereich auf dem Substrat entsteht, der für eine
formschlüssige und/oder plane Montage von elektri-
schen Baugruppen oder Wärmekapazitäten etc. bes-
tens geeignet ist.

[0012] Als „Hilfsstoff“ wird hier beispielsweise Sin-
termaterial, wie Sinterpasten und/oder Lotpasten be-
zeichnet. Diese enthalten Füllstoff, wie beispielswei-
se Metallpartikel, also Metallplättchen, Metallstäbe
und/oder Metallkugeln, feinverteilt in einer Matrix. In
diesen leitfähigen Pasten sind die Füllstoffpartikel vor
dem Trocknen und/oder Sintern beweglich eingebet-
tet. Durch Zugabe von Lösungsmittel werden die Pas-
ten in einen niedrig-viskosen, flüssigen Zustand über-
führt.

[0013] Diese leitfähigen Pasten sind handelsüblich
und enthalten beispielsweise bis zu 99,5 % Flakes,
wie z.B. Metallfüllstoff, vorzugsweise im Bereich von
70 bis 99 Gew% metallischen Füllstoff, insbesondere
bevorzugt im Bereich von 80 bis 95Gew% Füllstoff.
Beispielsweise handelt es sich bei den Metallpartikel
um gut leitfähige Partikel wie beispielsweise Silber-
und/oder Kupferpartikel.

[0014] Nach einer bevorzugten Ausführungsform lie-
gen die Füllstoffe, also Plättchen oder Flakes, Ku-
geln und/oder Stäbe beschichtet vor, dadurch kann
die Leitfähigkeit und/oder das Agglomerationsverhal-
ten der Füllstoffe beeinflusst werden.

[0015] Ein Hilfsstoff in niedrig viskosem Zustand er-
gibt sich beispielsweise durch Verflüssigen und/oder
Verdünnen des handelsüblich pastös vorliegenden
Hilfsstoffes mit Lösungsmittel, insbesondere mit or-
ganischen Lösungsmitteln, die leicht abdampfen, wie
beispielsweise Alkohole, z.B. Isopropylalkohol, Isotri-
dekanol, Butylalkohol und/oder weiteren mehrwerti-
gen Alkoholen.

[0016] Diese Verflüssiger und/oder Lösungsmittel
können nach Applikation des Hilfsstoffes durch
Trocknung verdampft werden und lassen dann den
mit planer Oberfläche applizierten Hilfsstoff in pastö-
sem bis viskosen Zustand auf dem Substrat zurück.
Nach der Trocknung kann beispielsweise ein vorher
zur Formbildung erforderlicher Rahmen wieder ent-
fernt werden, ohne dass sich die Oberfläche des ap-
plizierten Hilfsstoffes ändert.

[0017] Der getrocknete und damit formstabile Hilfs-
stoff wird wie üblich bestückt, nachbehandelt und/
oder gesintert.

[0018] Ein auf dem Substrat befindlicher Rahmen, in
den der Hilfsstoff in niedrig viskosem Zustand einge-
füllt wird, kann dann entweder auf dem Substrat ver-
bleiben und mit diesem gesintert werden oder auch
nach dem Trocknen entfernt werden, weil der Hilfs-
stoff - wie gesagt - nach dem Trocknen formstabil vor-
liegt.

[0019] Eine „Form“ auf oder in dem Substrat zur Bil-
dung des Verbindungs-Bereichs kann natürlich jede
beliebige Gestalt, in der der Hilfsstoff auf dem Sub-
strat appliziert werden soll, annehmen. Rechteckig ist
nur ein Beispiel für eine derartige Gestalt.

[0020] Als „Form“ wird vorliegend auch eine einfache
Kavität im Substrat bezeichnet, schlicht alles, was zur
Aufnahme des niedrig viskosen Hilfsstoffes geeignet
ist und ein unkontrolliertes Auslaufen des - zunächst
ja niedrig viskos vorliegenden - Hilfsstoffes auf das
Substrat verhindert.

[0021] Beispielsweise bildet ein Rahmen zusammen
mit dem Substrat, auf dem er aufsitzt, eine Form, in
die der Hilfsstoff in flüssigem, zumindest aber ausrei-
chend niedrig-viskosem Zustand, durch beispielswei-
se Eingießen, eingefüllt werden kann.

[0022] Die Höhe der Innenwände der Form, respekti-
ve die Höhe des Rahmens und/oder die Tiefe der Ka-
vität, richtet sich auch wieder nach den jeweiligen An-
forderungen, weil durch die Füllhöhe oder Füllmen-
ge mit niedrig viskosem Hilfsstoff die End-Schichtdi-
cke des auf dem Substrat verbleibenden leitfähigen
Hilfsstoffes eingestellt werden kann. Beispielsweise
kann auch schon ein einfaches Klebeband, ein- oder
mehrlagig aufgebracht, eine ausreichend hohe Form
mit dem Substrat bilden.
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[0023] Beispiele für geeignete Rahmen sind:

a) Rahmen aus einem Ätzresist - Lack:

Dazu wird ein spezieller Lack, ähnlich einem Lot-
stopplack, auf dem Substrat derart aufgetragen,
dass auf den metallisierten Flächen, die später
den Verbindungs-Bereich bilden und mit Bauele-
menten bestückt werden sollen, eine Form auf-
getragen wird. Hierbei bleibt der Sinterbereich,
abhängig von der Größe des eingesetzten Bau-
elementes, entsprechend ausgespart und bildet
gleichzeitig damit den Rahmen, also die Form, in
die der niedrigviskose Hilfsstoff gegossen wird.

Anschließend wird der Hilfsstoff im Ofen vorge-
trocknet. Dabei kann eine Vibration des horizon-
tal gelagerten Substrats die eingefüllte Menge
noch in der Form verteilen und somit die finale
ebene Oberfläche ausbilden.

Daran anschließend wird auf das vorgetrockne-
te und ebene Sinterpastenmaterial ein Bauele-
ment einer elektrischen Baugruppe bestückt und
gesintert.

Ein geeigneter Ätzresist-Lack ist bis mindes-
tens 150°C temperaturbeständig und gibt bei
Druck durch seine weiche Konsistenz nach, so
dass der Sintervorgang in der Form nicht einge-
schränkt wird.

Je nach Bedarf kann der Ätzresist-Lack rück-
standslos entfernt werden und gibt die Struktur
des so hergestellten gesinterten leitfähigen Be-
reichs mit ebener Oberfläche und montiertem
Bauelement frei.

Ein derartiger Rahmen ist beispielsweise für gro-
ße Flächen geeignet.

b) Rahmen aus Kunststoff und/oder Metall

Ein Rahmen im Sinne der Erfindung kann auch
in verschiedener Gestalt und Abmessungen aus
einem temperaturbeständigen Kunststoff und/
oder Metall vorgefertigt werden. Bevorzugt ist
dabei, wenn zumindest teilweise die Unterseiten
der Wände des Rahmens, die auf dem Substrat
aufsitzen, klebrig sind.

Die Gestalt und Abmessung des Rahmens rich-
ten sich nach den Bauelementen, die später auf
der leitfähigen Fläche aufgebracht, insbesonde-
re aufgesintert werden. Der vorgefertigte Rah-
men wird dazu beispielsweise einem Träger ent-
nommen und auf den entsprechenden Flächen
des Substrates aufgeklebt, dadurch entsteht die
Form, in die der flüssige Hilfsstoff eingegossen
wird.

Bevorzugt zeigt ein Rahmen aus Kunststoff und/
oder Metall schwer zu benetzende Innensei-
ten, dann kann der Rahmen auch nach erfolg-
ter Trocknung leicht wieder entfernt werden. Der
freigelegte Verbindungs-Bereich, ein Depot aus

getrocknetem leitfähigen Hilfsstoff bildend, hat
dann, insbesondere wenn vor dem Trocknungs-
schritt noch ein Vibrationsschritt für eine homo-
gene Verteilung des Hilfsstoffes sorgt, eine pla-
ne und ebene Oberfläche, auf der Bauelemente
gut montiert werden können.

Ist der Rahmen jedoch - bezüglich der Hö-
he seiner Innenseiten - entsprechend dimensio-
niert, so dass das Bauelement beim Sintern im
Rahmen versinkt und niedriger als die gesamte
spätere Sinterverbindung ist, also Sinterschicht
nach Sintern und Bauelementdicke, kann der
Rahmen auch im nachfolgenden Sinterprozess
auf dem Substrat verbleiben und wirkt sich da-
zu noch vorteilig auf den Sinterprozess aus,
da der Rahmen eine zusätzliche, seitliche Be-
grenzung des Sinterdepots bildet. Vorzugswei-
se wird der Rahmen dann, bei dieser Variante
nach dem Sinterprozess entfernt. Diese Varian-
te ist für kleine Strukturen geeignet, vor allem für
Strukturen mit konturscharfen Kanten.

c) In generativem Fertigungsverfahren herge-
stellter Rahmen:

Auf einem Substrat wird mittels 3D-Drucker eine
Rahmenstruktur aufgebracht. Hierbei wird ent-
weder ein Druck-Kunststoff gewählt, der nach
dem 3D-Druck getempert wird und somit eben-
falls wärmeunempfindlich für die nachfolgenden
Prozesse ist und/oder mittels Metalldruck, bei
dem ein wärmestabiles Metall aufgebracht wird.
In die von Rahmen und Substrat begrenzte Form
wird wieder das niedrig viskose Hilfsstoff-Mate-
rial eingefüllt. Auch hier kann ein nachfolgen-
der Vibrationsschritt die Rahmenfüllung homo-
genisieren. Wie bei den vorgenannten Ausfüh-
rungsformen wird auch hier wieder nach Fül-
lung und gegebenenfalls Vibration des niedrig-
viskosen Hilfsstoffes in der Form diese horizon-
tal im Vortrocknungsofen gelagert und/oder ge-
trocknet, so dass sich eine ebene Sinterschicht
ausbildet.

Da der 3D - Druck-Rahmen in Kunststoff und/
oder Metall über schwer zu benetzende Innen-
wände verfügt, können die Rahmen anschlie-
ßend, in einer ersten Variante, vor dem Sinter-
vorgang entfernt werden. Das freigelegte Sinter-
pastendepot ist dann eben, grundsätzlich paral-
lel zur Substratoberfläche und relativ konturen-
scharf.

Sind die Rahmen jedoch entsprechend dimen-
sioniert -das Bauelement versinkt beim Sintern
im Rahmen, und niedriger als die gesamte spä-
tere Sinterverbindung umfassend Sinterschicht
nach Sintern und Bauelementdicke,
können die Kunststoff- und/oder Metallrahmen,
in einer weiteren Variante, auch im nachfolgen-
den Sinterprozess auf dem Substrat verbleiben
und wirken sich dazu noch vorteilig auf den Sin-
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terprozess aus, da die Rahmen über eine zu-
sätzliche, seitliche Begrenzung verfügen.

Dieser Prozess ist ebenfalls geeignet für Struk-
turen unterschiedlicher Größe mit konturen-
scharfen Kanten.

d) Kavität im Substrat:

Eine weitere Möglichkeit ist das Verfüllen von
Kavitäten, die die Form bilden, mit niedrig visko-
sem Hilfsstoff.

Diese Kavitäten werden beispielsweise bereits
bei der Herstellung der Substrate erzeugt. Sie
bilden eine geeignete Form, in der der eingefüllte
Hilfsstoff, beispielsweise das Sinterpastenmate-
rial, die Höhe durch die Füllmenge vorgegeben,
eine ebene Topographie respektive Oberfläche
bilden kann. Auch hier begünstigt ein Vibrations-
schritt vor dem Trocknen die homogene Füllung
der Form. Nach horizontaler Lagerung im Vor-
trocknungsofen, bildet sich eine ebene Sinter-
schicht aus. Durch Variation der Kavitätentiefe,
aber auch durch die Füllmenge der niedrig visko-
sen Sinterpaste, lässt sich sehr einfach die ent-
sprechende Höhe der Bauelement - Oberseite
einstellen.
Dieser Prozess ist für Strukturen unterschied-
lichster Größe mit konturenscharfen Kanten ge-
eignet.

e) Rahmen gebildet aus Klebeband, insbeson-
dere aus so genanntem Kaptob-Klebeband:

1. Durch manuelles Abkleben mittels - beispiels-
weise im Bereich von 20mm bis 150 µm, bevor-
zugt zwischen 30µm bis 70µm, insbesondere ei-
nem 50µm dickem - Klebeband, wie insbesonde-
re einem Kapton-Klebeband, was beispielswei-
se auch in mehreren Lagen möglich ist, werden
auf einem Substrat entsprechende Formen defi-
niert. In diese Form wird das niedrig viskose Sin-
terpastenmaterial eingebracht. Auch hier kann
ein nachfolgender Vibrationsschritt die Füllung
homogenisieren.

[0024] Nach horizontaler Lagerung im Vortrock-
nungsofen, bildet sich eine ebene Sinterschicht aus.
Vor dem Sintervorgang wird das Kaptonband entfernt
und gibt so die sinterfähige Schicht frei.

[0025] Dieser Prozess ist für Strukturen unterschied-
licher Größe mit konturenscharfen Kanten geeignet.

[0026] Im Folgenden wird die Erfindung noch an-
hand von 3 Figuren, die den Ablauf eines Ausfüh-
rungsbeispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens
zeigen, näher erläutert.

Fig. 1 gibt ein Substrat 2 - zum Einsatz in der
Leistungselektronik - schematisch wieder. Das
Substrat 2 zeigt mittig eine Form 3. Die Form 3
zeigt vier Innenseiten 7 und ist nach oben hin

offen. Die Form 3 ist entweder durch Aufsetzen
eines Rahmens 5 auf das Substrat 2 und/oder
durch Erzeugen einer Kavität herstellbar.

Fig. 2 zeigt das Eingießen eines flüssig vorlie-
genden Hilfsstoffes 4 in die Form 3 zur Herstel-
lung eines elektrisch und/oder Wärme-leitfähi-
gen Verbindungs-Bereichs 1 auf dem Substrat.

Fig. 3 zeigt nach dem Füllen und gegebenen-
falls der Vibration der gefüllten Form 3 auf dem
Substrat 2 das Einbringen eines Bauelements
6 auf den leitfähigen Verbindungs-Bereich 1.
Der elektrisch und/oder Wärmeleitfähige Verbin-
dungs-Bereich 1 wird bevorzugt nach dem Befül-
len mit dem Hilfsstoff 4 in horizontaler Lage noch
durch eine Vibration homogenisiert, so dass ei-
ne plane, bevorzugt eine planparallele, Oberflä-
che des Hilfsstoffes 4 auf der Oberfläche des
Substrats 2 erzeugt wird. Diese plane oder be-
vorzugt planparallele Oberfläche ist gut geeig-
net zur Bestückung mit einem Bauelement 6,
weil sie die Nachteile des Standes der Technik
überwindet und insbesondere auf der Oberflä-
che weder Mulden noch Flanken hat, die eine
formschlüssige und plane Verbindung des Hilfs-
stoffes mit dem Bauelement nach dem Stand der
Technik erschweren.

[0027] Gegenüber den bisherigen Prozessen zur
Applikation einer möglichst ebenen und parallel zum
Substrat verlaufenden Sinteroberfläche, ist dieses
Verfahren in vieler Hinsicht verbessert. Es gestat-
tet die leichte Herstellung von unterschiedlich dicken
aber immer ebenen Oberflächen. Abhängig vom Pro-
zesseinsatz können differente
Rahmentypen zum Einsatz kommen. Jedes Bauele-
ment kann somit sein spezielles Depot an Hilfsstoff,
insbesondere sein Sinterpastendepot - das den Ver-
bindungs-Bereich ergibt- erhalten.

[0028] Die Vorteile auf einen Blick:

- Ebene Sinteroberflächen - verbesserte Topo-
graphie,

- Zum Substrat planparallele Sinterpasten-Ober-
fläche nach waagerechter Lagerung,

- Scharfe Konturierung,

- Depotmenge, insbesondere Dicken genau her-
stellbar, weil sich die Höhen je nach Bauelement
definiert einstellbar einstellen lassen,

- Closed - Loop - Lösung, weil das Material des
Hilfsstoffes nach einem Messschritt nachgefüllt
werden kann und last but not least:

- einfache Handhabung.

[0029] Durch die Erfindung wird erstmals eine Lö-
sung angegeben, wie ein Verlaufen und/oder Un-
ebenheiten bei der Bildung von Verbindungs-Berei-
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chen auf Substraten wie Schaltungsträgern durch
einfache mechanische Maßnahmen, wie die Bildung
einer Form und die Verflüssigung der Sinterpaste,
vermieden werden kann.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zur Herstellung eines elektrisch lei-
tenden Verbindungs-Bereichs (1) auf einem Substrat
(2) für eine elektrische Baugruppe, wobei
• eine Form (3) auf dem Substrat (2) erzeugt wird,
die nach oben hin offen ist und zur Aufnahme einer
Flüssigkeit (4) geeignet ist, und dann
• ein elektrisch leitfähiger Hilfsstoff (4) in die Form (3)
in niedrig viskosem Zustand eingebracht wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Form (3)
durch Aufsetzen eines Rahmens (5) auf das Substrat
(2) gebildet wird.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Form (3) durch Erzeugung einer Kavität in dem Sub-
strat (2) gebildet wird.

4.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, erweitert um den Verfahrensschritt:
• wobei der niedrig viskose und elektrisch und/oder
Wärmeleitfähige Hilfsstoff (4) nach dem Einbringen in
die Form (3) getrocknet, insbesondere in waagrech-
ter Lagerung, wird.

5.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
· wobei der Rahmen (5) nach dem Trocknen des nied-
rig viskosen und elektrisch leitfähigen Hilfsstoffes (4)
vom Substrat (2) wieder entfernt wird.

6.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei nach dem Einbringen des elektrisch
leitfähigen Hilfsstoffes (4) in niedrig viskosem Zu-
stand in die Form (3) das Substrat (2) mit der Form
(3), die gefüllt ist, einer Vibration unterworfen wird,
um eine homogene Füllung der Form (3) zu erzielen.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Herstellung der Form (3) durch
strukturierte Beschichtung des Substrats (2) mit ei-
nem Lack erfolgt.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Herstellung der Form (3) durch
Montage eines vorgefertigten Rahmens (5) auf dem
Substrat (2) erfolgt.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Herstellung des Rahmens (5)
durch generative Fertigungsverfahren erfolgt.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Herstellung der Form (3) durch
Erzeugung einer Kavität im Substrat (2) erfolgt.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Herstellung des Rahmens (5) und/

oder der Form (3) durch Abkleben eines Bereichs auf
dem Substrat (2) erfolgt.

12.   Substrat als Träger für eine elektrische Bau-
gruppe (6), dass eine Form (3) aufweist.

13.  Substrat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Innenseiten (7) der Form (3) zu-
mindest teilweise beschichtet sind.

14.  Substrat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Rahmen (5), der zusammen mit
dem Substrat die Form (3) bildet, aus Metall ist.

15.  Substrat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Rahmen (5), der zusammen mit
dem Substrat die Form (3) bildet, aus einem Kunst-
stoff ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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